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潮湿/再流焊敏感表⾯贴装器件的操作、包装、运输及使⽤

1 前⾔

表面贴装器件(SMDs)的出现引发了一类新的质量及可靠性问题，这类问题与再流焊接过程中产生的
“裂纹和分层”等封装损伤有关。本文件描述了潮湿/再流焊敏感表面贴装器件暴露条件下的现场寿

命标准化等级，以及操作、包装、运输的必要要求，以避免与潮湿/再流焊有关的失效。配套文件J-
STD-020和J-STD-075定义了分级程序，JEP113定义了标识要求。

对于湿敏性，空气中的湿气通过扩散进入可渗透的封装材料内。在焊接SMDs到印制板(PCBs)的组
装过程中，整个封装本体暴露于高达200 °C以上的温度下。再流焊接期间，快速的湿气膨胀、材料的
不匹配以及材料界面的劣化等因素的共同作用会导致封装的开裂和/或者封装内部关键界面的分层。

对于元件的典型的再流焊接工艺涉及红外(IR)、对流/红外、对流、气相再流焊(VPR)、热风返工工
具，以及波峰焊，包括浸焊。

除了湿敏性，非半导体器件可能具有其它的工艺敏感性，例如热敏感性、助焊剂敏感性或者清洗工

艺敏感性。

1.1 ⽬的 本文件的目的是，针对已按照J-STD-020或者J-STD-075标准分级的潮湿/再流焊敏感表
面贴装器件，向制造商和用户提供标准的操作、包装、运输及使用方法。所提供的这些方法可避免

由于吸收湿气和暴露在再流焊温度下造成的封装损伤，这些损伤会导致合格率和可靠性的降低。通

过使用这些程序，即可实现安全无损的再流焊接。干法封装工艺可以提供从密封时间算起12个月的
最短保质期。

1.2 范围 本标准适用于所有PCB组装期间采用批量再流焊接工艺的器件，包括塑胶灌封封装、过
程敏感器件和其它所有暴露在环境空气下由透湿材料（环氧树脂、有机硅树脂等）制成的封装。

1.3 组装⼯艺

1.3.1 批量再流焊 本标准适用于红外(IR)、对流/红外、对流和气相再流焊(VPR)的批量再流焊接工
艺。本标准不适用于将元器件本体浸入熔融焊料的批量焊接工艺(例如采用波峰焊焊接板背面贴装的

元器件），许多SMD不允许采用这类工艺，且作为本文件准则的元器件鉴定标准不适用于这类工艺。

1.3.2 局部加热 本标准也适用于通过局部周边加热方法来单独拆除或者连接潮湿/再流焊敏感SMD
封装，例如“热风返工”。(见第6章)

1.3.3 插座元器件 本标准不适用于采用插座的且不会暴露于再流焊高温的SMD元器件，不管是批
量再流焊，还是邻近器件的返工。此类元器件没有风险，不要求采取防潮措施。

1.3.4 点对点焊接 本标准不适用于只通过加热引线实现再流焊的SMD元器件，(例如手工焊、鸥

翼形引线的热压焊、通孔波峰焊等)。上述操作中封装本体所吸收的热量远小于批量表面贴装再流焊

接或者热风返工时封装本体所吸收的热量，通常不要求采取防潮措施。

1.3.5 ⽔清洗 对于无型腔SMDs，特定的短时间水清洗不会影响其现场寿命(内部水分含量)。而非

密封的有型腔的封装应该给予特别的考虑。
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